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(57) Abstract: The invention relates to a rewiring substrate strip (100) with several semiconductor component positions (2) for 
semiconductor components (3). The semiconductor component positions (2) are arranged in rows and columns. Several semicon- 
ductor component positions are combined to form a component group (5). The semiconductor components (3) of a component group 
(5) are arranged in relation to each other, such that a single semiconductor component (3) is turned 90* in relation to four adjacent 
semiconductor components. 
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PL, PT, RO, SE, SI, SK. TR), OAPI (BF, BJ. CF, CG, CI, 
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VerofTentlicht: 

— mit intemationalem Recherchenbericht 

— vor Ablauf der fur Anderungen der Anspriiche geltenden 
Frist; Verqffentlichung wird wiederholt, falls Anderungen 
eintreffen 



Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations'*) am Anfang Jeder reguldren Ausgabe der 
FCT'Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Der Umverdrahtungssubstratstreifen (100) weist mehrere Halbleiterbauteilpositionen (2) fiir Halbleiter- 
bauteile (3) auf. Die Halbleiterbauteilpositionen (2) sind in Zeilen und Spalten angeordnet. Dabei sind mehrere Halbleiterbauteil- 
positionen zu einer Bauteilgruppe (5) zusammengefasst. Die Halbleiterbauteile (3) einer Bauteilgruppe (5) sind derart zueinander 
angeordnet, dass ein einzelnes Halbleiterbauteil (3) gegenUber vier benachbarten Halbleiterbauteilen um 90° gedreht ist 



